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(54) Integrierte Sensor-Chip-Einheit

(57) Die Erfindung betrifft einen Sensorbaustein, ins-
besondere einen Messwertaufnehmer (2) zur Ermittlung
von Messdaten und eine Schaltungsanordnung (3) zum
Ermöglichen einer drahtlosen Energieversorgung und
Abfrage der Messdaten. Der Messwertaufnehmer ist als
integrationsfähiger Sensor (2) ausgebildet, und die

Schaltungsanordnung als integrierter Halbleiterschal-
tungsbaustein (3), wobei der Sensor (2) und der Halblei-
terschaltungsbaustein (3) mit Mitteln der Mikrosystem-
technik mechanisch und elektrisch leitend miteinander
zu einer integrierten Sensor-Chip-Einheit (1) verbunden
sind.
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摘要(译)

集成传感器芯片单元（1）具有用于无线能量供应和轮询测量数据的电路
装置。该装置是与集成兼容的传感器（2），并且电路装置是集成的半导
体部件（3）。传感器和组件通过微系统技术布置连接，以制造集成的传
感器芯片单元。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/76a680ad-6507-456e-b659-e13769dde805
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034088689/publication/EP2287586A3?q=EP2287586A3

